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1. はじめに

　従来の電子機器（セット）の開発において，LSI・パッ
ケージ・ボード（以下，LPBと称す）はそれぞれの制約の
範囲で個別に設計を行ってきた。しかし近年，セットの高

性能化，低価格化，開発サイクルの短期化に対応するため
には，全体で最適化を行いながら，設計する必要があるこ
とが認識されてきている。信号の高速化と電源の低電圧化
によるマージンの減少とコスト競争の激化により，それら
のバランスを最適化した設計が必要だからである。
　しかしながら現実は，LPB各分野での連携は取れている
とは言い難く，かつ各分野で扱うデータのフォーマットが
ばらばらで EDA技術活用の効率化が進んでいない。この
ような状況の中で，設計現場では技術者がさまざまな情報
を苦労して入手し，解析を実行するためにデータフォーマッ
トの調整や準備に多大な時間がかかるため，本来の設計・
検討に時間を使うことができていない現状がある（図 1）。
　このような背景から，LPBの技術者が，全体最適化の為
の相互の連携を取ることができる仕組みを実現するため
に，JEITA（電子情報技術産業協会）半導体部会　半導体
技術委員会 EDA技術専門委員会では，以下を目的，目標
として，LPB相互設計ワーキンググループ（以下，LPB- 
WGと称す）を設立した 1)。

1． LPBが協力し合って設計を行うための課題を抽出し，
その分析を行い，ソリューションの提案を行う。

2． 具体的には LPB全体での接続記述，形状情報，解析
設定条件に着目し，それらの定義や書式などの検討を
行い，提案を作成する。

3． 提案内容は公開し普及を図る。
4． これにより日本のエレクトロニクス製品の国際的競争
力を高めることを目標とする（図 2）。

2. JEITA　LPB標準フォーマットの狙い

　前章で述べたとおり，これまでは LPBシステム全体での
解析，最適化は，エンジニアが多大な時間と苦労をかけて
実行してきた。各階層から必要な情報が集まっても，それ
ぞれが異なった媒体やフォーマットで提供されるため，翻
訳，修正，セットアップなどの準備に，データ入手の待ち

図 1.　LPB相互設計WG設立の背景

図 2.　LPB相互設計WG設立の目的・ゴール
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